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(|4) ENROBAGE POUR CIRCUIT ELECTRONIQUE, PASTILLE ET COQUE DE PROTECTION UTILISANT UN TEL 
ENROBAGE ET PROCEDE DE FABRICATION D'UNE TELLE PASTILLE. 



La pastille 1 4 de protection d'un dispositif electronique 
dldentif ication 1 6 comportant un circuit electronique 20 et 
un emetteur-recepteur a antenne periphengue 22 est cons- 
tituee d'un enrobage 24 de resine epoxy a 100% d'extratt 
sec, de pr6f6rence type rr»onocomposant sans solvanL 
La resine est depos^e dans la cavite 28 d'un mouie 26 pour 
enrober le dispositif electronique 16 et remplir la cayit6 28 
par auto etaiement^ puis poiym^risee par cteuffage a 80*C. 
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ENROEAGE POUR CIRCUIT ELECTRON I QUE, PASTILLE ET COQOE DE 
PROTECTION UTILISANT UN TEL ■ EN ROB AGE ET PROCEDE DE 
FABRICATION D' UNE TELLE PASTILLE 

^ 5 DOMAINE TECHNIQUE 

La presents invention concerne d' une fagon generale la 
protection de circuits electroniques pour jetons, tels 
que disques ou plaques planes, integrant une puce 
. 61ectronique ou un identifiant electronique 

10 (indif ferenmient appele ci'-apres dispositif 

d' identification Electronique)* L'invention trouve ses 
applications, entre autres, dans 1 • identification "sans 
contact" des personnes et des objets aussi appelee 
l*6tiquetage electronique et dans 1* authentif ication, 

15 1' identification et la gestion {notaimnent le suivi et le 
comptage) des jetons de jeu egalement appeles jetons de 
casino. Par jeton de jeu on entend tout j eton utilisable 
en salle de jeux et representant une valeur nominale 
predeterminee ou non . Les jetons de jeu sont en general 

20 fabriqu^s en matiere plastique rigide pour obtenir une 
structure suf f isamment solide pour resister aux 
conditions d' utilisation dans les casinos souvent assez 
rudes . 

25 TECHNIQUE ANTERIEURE 

La demande de brevet EP"'A-0694872 au nom du Demandeur 
decrit un jeton ou une plaque de jeu dont le corps 
integrant une puce electronique est realise a partir de 

30 feuilles de matiere plastique laminees. La puce 
electronique ou identifiant electronique comporte un 
circuit electronique a memoire portant des informations 
d' identification et/ou de codage concernant la personne 
ou I'objet assocl^ au jeton {etiquette Electronique) ou 

55 le jeton lui~m§itie (jeton de jeu ou jeton de paiement) , le 
circuit electronique ^tant en general associe a un 
emetteur-recepteur reli6 a une antenne et adapts pour 
§tre alimente par couplage inductif- La puce est disposee 
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soit encapsulee dans un boltier ou une coque^. soit noy^e 
dans une pastille d'epoxy^ au centre d' une ouverture 
pr^vue dans le corps de la plaque, protegee et maintenue 
de part' et d' autre par deux plaquettes rigides en acetate 
de cellulose et finalement solidarisee et integree au 
corps de la plaque par un laminage de feuilles de 
couverture en acetate de cellulose transparent suivi.d'un 
thermoformage de 1'' ensemble. 

Le precede de fabrication du corps de la plaque a puce 
electronique par laminage de feuilles minces en matiere 
plastique decrit dans la demande de brevet pr6cit6e est 
bien adapte aux plat^ues richement decorees et 
representant une valeur nominale elev6e ie plus souvent 
fabriquees en petites ou moyennes series. Toutefois une 
bonne protection de la puce lors de son integration dans 
le corps de la plaque necessite une certaine epaisseur 
( norma lement comprise entre 4 et 6 mm) de telle sorte que 
des jetons ou plaques de jeu d'une epaisseur de l^'ordre 
de 3 min a puce electronique sent difficiles a fabriquer 
par cette methode, entrainant une quantite de rebut par 
destruction de la puce trop importante . En particulier la 
realisation d' une pastille de resine d'epoxy integrant la 
puce s'est revelee delicate notamment par la necessite 
frequente de reprise a la meule pour aplanir les faces de 
la pastille apres polymerisation de la resine, 

EXPOSE DE L' INVENTION 

L'inveintion a pour but de proposer un nouvel enrobage 
pour circuit Electronique ^ base de resine epoxy 
susceptible de remedier a ces inconvenients , notamment un 
enrobage permettant d'obtenir des pastilles de resine 
robustes (pour pouvoir se passer des plaquettes rigides 
de protection en acetate de I'art anterieur) , de faible 
epaisseur et a faces planes {pour pouvoir etre int6grees 
dans des jetons ou plaques de jeu de petites dimensions). 
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notamment un enrobage susceptible d'obtenir des pastilles 
d'epaisseur inferieure au millimetre. 

A cette fin, 1' invention propose un enrobage pour circuit 
5 electronique a base de resine epoxy caracterise en ce que 
la resine epoxy est du type a 100% d'extrait sec. 

Grace a la resine selon 1^ invention, il est possible 
d'^viter les tensions internes ■ pre judiciables a 

10 robustesse de la pastille de resine et les retraits de 
mati^re dif f icllement contrdles entrainant des 6paisseurs 
inegales . (n^cessitant une reprise a la meule des faces de 
la pastille) rencontres lors de la polym^§risation des 
resines epoxy courantes- Cette propiriete avantageuse de 

15 la resine selon 1' invention permet une reduction 
d'epaisseur de la couche d' enrobage autour du dispositif 
d' identification electronique jusqu*a environ 0,05 mm. 

Selon un mode de realisation preferentiel de 1' invention, 
20 la resine epoxy utilisee pour 1' enrobage, est du type 
monocomposant sans solvant- 

De fagon avantageuse 1' enrobage selon 1' invention 
comporte un ou plusieurs additifs destines a conferer a 
25 la resine epoxy a I'etat llquide un caract^re auto- 
mouillant ou a accentuer ce caractere* 

Selon une premiere variante la resine epoxy de I' enrobage 
selon 1' invention- est du type a polymerisation thermique 
30 a partir d' une temperature au moins egale a 10°C. 

Selon une seconde variante la resine epoxy de 1' enrobage 
selon 1' invention est du type a polymerisation par 
rayonnement ultraviolet* 

35 

invention concerne egalement une pastille ^ enrobage ^ 
base de resine epoxy a 100% d'extrait sec integrant le 
circuit electronique A memoire porteur d' informations. 
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par example un code, d' un dispositif d ' identification 
electronique et un emetteur-recepteur a antenne 
peripherique adapte pour etre alimente par couplage 
inductif, Avantageusement la pastille selon 1' invention 
- 5 presente la forme d'un disque plat ou d' une plaquette 
plate, de pr6f6rence d' une epaisseur inf^rieure au 
millimetre. 

Selon une application principale de la pastille selon 
10 1' invention, la pastille est int^gree a demeure dans un 
jeton ou une plaque de casino (jeton ou plaque de jeu), 
un dispositif analogue ou un objet utilise pour 
1' identification electronique. , En particulier on 
construit un jeton ou plaque de jeu ou dispositif 
15 analogue, et comportant un corps plat en matiere 
plastique avec une ame de faible epaisseur a faces 
sensiblement paralleles et pourvue d'une ouverture 
traversante recevant la pastille selon 1* invention 
integrant un dispositif d' identification electronique, et 
20 deux feuilles de couverture en matiere plastique 
solidarisees directement ^ I'Sme du corps plat pour 
emprisonner la pastille, 

L' invention concerne egalement un precede de fabrication 
25 d'une pastille a enrobage a base de resine epoxy a 100% 
d'extrait sec comportant les operations suivantes: 
~ fabrication d' un moule a cavite a fond plat, circulaire 
ou non, correspondant sensiblement " au volume de la 
pastille, le moule etant realise en matiere non adherente 
30 a la resine epoxy utilisee pour 1' enrobage ; 

- mise en place dans ladite cavite du dispositif 
d' identification electronique ; 

- depose de la r6sine 6poxy d' enrobage pour remplir 
ladite cavite par auto-etalement et enrober le dispositif 

35 d' identification electronique ; 

- polymerisation thermique ou par flashage UV de 
I'enrobage de resine ; 

- demoulage* 
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Avantageusement 1' operation de polymerisation est 
realisee par chauffage autour de 80*'C pour limit er les 
risques de deterioration du circuit electronique. par la 
chaleur, 

"5 

Tout aussi avantageusement 1' operation de depose de la 
resine d'enrobage est suivie, en prealable a la 
polymerisation, par une operation de prechauffage au four 
autour de 50*^0 du moule rempli de la rdsine d'enrobage. 

10 Ce prechauffage ameliore la fluidite de la resine, permet 
d'accelerer son 6talejnent et d'obtenir une surface libre 
de resine quasiment plane • Un resultat semblable est 
obtenu de fagon alternative par un prechauffage de la 
resine d'enrobage autour de 50"C avant 1' operation de 

15 depose cette- resine d'enrobage dans la cavite du. moule. 

Selon encore une autre variante avantageuse du procede 
selon 1' invention I' operation de polymerisation '- est 
precedes par la mise en place sur le moule d'une feuille 

20 de couverture de la resine d'enrobage apres depose et 
etalement dans la cavite, la feuille de couverture 6tant 
realisee en matiere non adherente a ladite resine, en 
pratique dans le meme materiau utilise pour le fond du 
moule. II est ainsi possible d'obtenir une pastille dont 

25 les deux faces pr^sentent sensiblement un- meme etat de 
surface lisse et de grande qualite grace au contact entre 
la resine et les feuilles de fond de moule et de 
couverture • 

30 Selon ^ une seconde application de 1' enrobage selon 
1' invention, celui-ci est utilise pour le remplissage de 
I'interieur d'une coque de protection d' un dispositif 
d' identification electronique comportant un circuit 
electronique a memoire porteur d' informations,. par 

35 exemple un coder et un emetteur-recepteur a antenne 
peripherique adapte pour etre alimente par couplage 
inductif * 
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Avantageusement la coque en forme de disque plat comporte 
deux demi-coques en matiere plastique emboitables 
destinees a recevoir le dispositif d' identification 
electronique et I'enrobage de resine epoxy. 

La coque selon 1' invention est integree a demeure dans un 
jeton ou une plaque de casino, un dispositif analogue ou 
un objet utilise pour 1' identification electronique par 
exemple par surmoulage d'un couronne annulaire en matiere 
plastique injectee. 

II est a noter que 1' invention n'est pas limit^e auK 
jetons et plaques de jeu mais concerne egalement les 
dispositifs analogues a puce electronique de forme et de 
structure voisines, notamment contremarques et jetons de 
paiement electronique, etiquettes elect roniques , plaques 
ou cartes d' identification electronique^ etant fait 
egalement remarquer que 1' identification electrdnique 
peut parfois se limiter A une simple authentif ication de 
la puce, c'^est a dire a la reconnaissance de la presence 
de la puce par le lecteur « sans contact » associe 
{lecteur ^ radiof r^quence egalement appele lecteur RFID) 
k fin de transaction electronique (lecture et/ou 
ecriture) . 

D'autres buts, caracterist iques et avantages de la 
presente invention apparaitront a la lecture de la 
description qui va suivre de divers modes de realisation 
de 1* invention donnes a titre d'exemples non limitatifs, 
en reference aux dessins ci-joints. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DBS DESSINS 

la figure 1 represente une vue en perspective d'un 
jeton de casino en forme de disque incorporant une 
pastille selon 1' invention a enrobage en resine epoxy 
a 100% d'extrait sec; 
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la figure 2 reprSsente une vue en coupe diametrale de 
la pastille selon 1' invention a enrobage en rfesine 
6poxy k 100% d'extrait sec' dans son moule et destinee 
au jeton de la figure 1 ; et 
'5 la figure 3 represents une vue en coupe diametrale 

d'une coque de protection selon 1' invention remplie 
d' enrobage en resihe epoxy a 100% d'extrait sec. 

II est a noter que le jeton, la pastille et la coque 
10 illustres dans les dessins present6s ci-dessus sont 
representes selon une ^chelle agrandie en epaisseur pour 
faciliter la comprehension des dessins* 

MEILLEURS MODES DE REALISATION DE L' INVENTION 

15 

La figure 1 illustre un jeton de casino 10 en forme de 
disque dont le corps en matiere plastique comporte une 
ame centrale rigide 12 de faible epaisseur, par exemple 
de I'ordre d' un millimetre^ realisee par exemple par 
20 injection ou par collage, soudage ou laminage de feuilles 
minces en I'espece en acetate de cellulose, L' ame 12 
comporte une ouverture circulaire 13 destinee a recevoir 
une pastille 14 de resine epoxy integrant un dispositif 
electronique d'^ identification 16 realisee selon la 
25 presente invention* La pastille 14 (representee en zone 
hachuree k la figure 1} qui presente une epaisseur 
sensiblement egale a celle de l^Sme 12, est maintenue en 
place dans 1' ouverture 13 et emprisonnee a demeure dans 
le corps du jeton 10 par deux feuilles de revetement 
30 17, 18V en I'espece en acetate, disposees de part et 
d' autre de I'ame 12 et convenablement solidarisees 
chacune a une face de I'ame par collage, soudage ou 
laminage, Le jeton 10 etant eventuellement mis dans sa 
forme terminale par thermof ormage. Bier) entendu sans 
35 sortir du cadre de 1' invention la forme du jeton 10 peut 
varier par exemple pour Stre elliptique, rectangulaire, 
carre, etc. 11 est ainsi possible d'obtenir des jetons de 
casino 10 qui tout en incorporant un dispositif 
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d' identification electronique pr^sentent des petites 
dimensions, notamment une epaisseur maximaie inferieure a 
3 rnni. 

5 D'une fagon generale, le dispositif d' identif icat ion 
electronique 16 (montre en coupe sur la figure 2) 
comporte un circuit electronique 20 incorporant une 
memoire PROM portant des informations concernant le jeton 
et/ou la personne ou I'objet: associee au jeton, par 

10 example un code d' identification fixe numerique ou 
alphanum^rique de 64 bits (comportant un ou plusieurs 
champs tels que: le numero de s^rie, I • identification 
d'un produit, d*un lot ou d'un lieu, une valeur numerique 
associee au jeton, etc. ) ^ et un exnetteur-rScepteur a 

15 antenne circulaire peripherique 22 adapte pour etre 
alimente par couplage inductif a partir des ondes 
modulees du poste de lecture (non represente) . Dans la 
pratique, 1 ' emetteur-recepteur est susceptible d'echanger 
sans contact par ondes modulees des donnees avec un pcste 

20 de lecture place ^ distance titre d* example non 

limitatif entre 15 cm et 2 m) , la frequence de travail se 
situant entre 10 kHz et 20 MHz* Le dispositif 
Electronique ^ memoire permet par exemple de lutter 
contre les vols et/ou de faciliter la gestion et 

2^ I'inventaire d'un lot d'objets dans une espace defini 
{aires de stockage, entrepots, magasins) . Bien entendu 
sans sortir du cadre de 1* invention, le dispositif 
electronique a memoire 16 de type non reprogrammable 
(lecture seule} peut etre remplace par un dispositif 

30 repro<^rammable a code evolutif avec possibilite de 
lecture et ecriture en memoire. A titre d*" exemple non 
limitatif le dispositif d' identification Electronique 16 
presente un diametre d' environ 20 mm, et une ^paisseur 
maximaie de 0, 8 mm au niveau de I'^nroulement de 

35 1' antenne 22. 

Lo dispositif d' identification Electronique 16 est noye 
dans un enrobage 24 de resine Epoxy a 100% d'extrait sec 
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qui aprfes polymerisation donne la pastille 14 pr^te a 
etre integree dans le corps du jeton 10, A cette fin on 
utilise un moule 26 en matiere non adherente k la resine 
epcxy utilisee (par exemple en polyamide ou en acetate) 
de fagon a definir une cavite 28 en forme de disque plat, 
en I'espece une cavite de 21 mm de diametre et de 0,9 mm 
de profondeur- Dans la pratique on utilise une plaque 
d' acetate 30 de I'^paisseur de la profondeur de la cavite 
28 (Or 9 et perc6e d' une pluralite d'ouvertures 

circulaires convenablement disposees en rangees 
paralleles et fermees sur une des faces de la plaque 30, 
en I'espece la face 27, par une feuille de revetement 32 
egalement en acetate formant le fond plat de la cavite 
28. Sans sortir du cadre de 1' invention des cavites a 
sections diverses (notamment rectangulaires ) sent 
utilisees en variante pour accueillir des identifiants 
electroniques dont les antennes presentent des contours 
correspondants (notamment rectangulaires) . 

Apr^s avoir dispose un dispositif d' identification 16 
dans chaque cavite 28 on depose dans chaque cavite 28 un 
volume (ou un poids) determine d' enrobage 24 de resine 
epoxy S 100% d'extrait sec, en I'espece environ 0/5g de 
resine. La depose de la resine peut se faire a la goutte 
ou de fagon multi-gouttes , On laisse alors la resine 
s'etaler d'^elle-mSme dans la cavite 28, 

Selon un mode de realisation preferential de 1' invention, 
la resine epoxy a 100% d'extrait sec utilisee pour 
I'enro^bage 24 du dispositif d' identification electronique 
16 est du type monocomposant sans solvant, comportant si 
necessaire un ou plusieurs additifs destines a conferer a 
la resine epoxy h I'etat liquide un caract^re auto- 
mouillant ou ^ accentuer ce caractere, Ainsi grace a ses 
proprietes auto-mouillantes et k la fluidite de la resine 
de I'enrobage 24^ celle-ci s'^tale d'elle meme en faisant 
le tour du circuit electronique 20 et de I'antenne 22 en 
les enrobant totalement sans manque ni bulle. De plus la 
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surface libra de la resine avant polymerisation est 
parfaitement plane, coirane la surface attenante au fond de 
la cavit6 28* Ces deux surfaces resteront planes .apres la 
polymerisation de la resine, cette derniere par sa 
specificite a 100% d'extrait sec ne faisant I'objet 
d-aucune variation sensible de volume lors de la 
polymerisation- Toutefois il apparalt qu' un etat de 
surface lisse et de grande gualite est obtenu lorsque la 
resine 24 se trouve au contact de la feuille d' acetate 32 
du fond de la cavite 28. II ainsi possible en variante de 
faire preceder 1' operation de polymerisation par la mise 
en place sur la face 29 non couverte du moule 2 6 d'^une 
feuille de couverture 33 de la resine apres depose et 
etalement dans la cavite, la feuille de couverture 33 
(illustree avant sa pose sur la figure 2) etant realisee 
en matiere non adhdrente it la resine 24, en pratique dans 
le meme materiau utilise pour le fond du moule 26 (en 
I'espece en acetate). 11 est ainsi possible d'obtenir une 
pastille dont les deux faces presentent sensiblement un 
mSme etat de surface lisse et de grande qualite grace au 
contact entre la resine et la feuille de fond de moule 
{feuille 32) et la feuille de couverture (feuille 33) , 

De faQon optionnelle il est possible de reduire le temps 
d' etalement de la resine epoxy soit par un prechauffage 
de la resine autour de 50°C avant depose dans la cavite 
soit par un prechauffage avant polymerisation, notamment 
en passant le moule 26 avec I'^enrobage de resine 24 dans 
un four a 50°C. 

Selon une premiere variante la resine epoxy de I'enrobage 
24 selon 1' invention est du type a polymerisation 
thermique a partir d'une temperature au moins egale a 
lO^'C. Dans la pratique on utilise une resine 
polymerisable autour de Le temps de polymerisation 

est variable avec la resine utilisee, dans le cas present 
ce temps est compris entre 10 et 20 minutes. 
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Selon une seconde variante la r^sine 6poxy de I'enrobage 
selon ' 1' invention est du type a polymerisation par 
rayonnement ultraviolet, notaiiament par flashage UV. 

5 La fabrication de la pastille 14 se termine par un 
demoulage par pelage de la feuille de couverture 33 suivi 
d'une legere torsion du moule 26. 

La pastille 14 ainsi obtenue k partir de resine epoxy a 
iO 100% d'extrait sec a une precision dixnensionnelle 
remarquable (une 6paisseur de 0^9 mm en I'espece) avec 
des faces paralleles planes sans necessite de reprise de 
sxirface additionnelle a la meule. La nature m§me de la 
resine epoxy et sa robustesse permet de r^duire a 0,05 nun 
15 I'epaisseur minimale de resine entourant le circuit 
electronique 26 et I'antenne 22, d'offrir une bonne 
resistance a la flexion. Par ailleurs, il est possible 
d'utiliser des resines t ransparentes ou opaques 
eventual lement colorees, 

20 

XI est a noter que le procede de fabrication de la 
pastille 14 qui vient d'etre decrit se prete facilement a 
1' automatisation. 

25 Outre dans le jeton 10 decrit ci-dessus, la pastille 14 
peu-:: etre integree dans d' autres jetons notarnment dans 
les jetons du type decrit dans la demande WO-A-97/13424 
au nom du Demandeur- 

30 Selon 'une seconde application de la resine epoxy a 100% 
d'eKtrait sec selon 1' invention, celle-ci peut etre 
utilisee avec profit pour le remplissage de I'interieur 
d'uae coque de protection 34 {illustree h la figure 3) 
d' un dispositif d' identification Electronique 16' 

35 comportant un circuit Electronique a memoire et un 
enetteur-recepteur a antenne peripherique adapte pour 
etre alimente par couplage inductif. D'une fagon generale 
tous les elements identiques ou similaires a ceux deja 
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decrits ci-avant porteront les m§mes references 
numeriques assorties du sign©- « ' » et ne seront pas 
decrits k nouveau* 

* 5 La coque de protection proprement dite en forme de disque 
plat coraporte de deux demi-coques 36, 38 en matiere 
plastique injectee emboit ables destinees a recevoir le 
dispositif d' identification electronique 16' {avec son 
circuit electronique 20' et son antenne 22' ) et 

10 I'enrobage interne 24' de resine epoxy a 100% d'extrait 
sec* Telle qu'illustr^e sur la figure 3 la demi-coque 36, 
dont les bords remontent sur toute I'epaisseur de 
I'enrobage de resine 24', fait fonction de moule pour 
I'enrobage de resine 24' et, de fagon optionnelle, 

15 comporte en zone centrale des saillies internes 4 0 anti- 
ecrasement pour soutenir la demi-coque 38 formant 
couvercle et eviter son af f aissement notamment lors de la 
polymerisation de la resine 24', les deux demi-coque's 36, 
38 etant pressees I'une contre 1' autre. Dans la pratique 

20 les saillies 40 peuvent &tre le plus souvent eliminees 
car superflues du fait de la rigidite montree par la 
resine au cours et apres polymerisation. D' une faq;on 
g^nerale le proc6de de remplissage de resine epoxy a 100% 
d'extrait sec de la demi-coque 36 et la polymerisation de 

25 la resine sont similaires a ce qui a decrit ci-avant 

pour la pastille 14. 

On obtient une coque de protection 34 avec identifiant 
electronique particulierement robuste prete a etre 
30 integrfee dans un jeton de jeu par exemple par surmoulage 
d'une couronne en matiere plastique tel que decrit dans 
la demande EP-A--0694872 - 
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REVENDICATIONS : 

1. Enrobage pour circuit electronique a base de resine 
epoxy caracterise en ce que la resine epoxy est du type 

5 a 100% d'extrait sec. 

2. Enrobage selon la revendication 1 caracterise en ce 
que la resine epoxy est du type monocomposant sans 
solvant • 

10 

3. Enrobage selon l^une des • revendications precedentes 
caracterise en ce qu' 11 comporte un ou plusieurs 
additifs destines a conferer a la resine epoxy a I'etat 
liquide un caractere auto-mouillant ou S accentuer ce 

15 caractere. 

4. Enrobage selon I'une des revendications precedentes 
caracterise en ce que la resine 6poxy est, du type ► a 
polymerisation thermique ^ partir d' une temperature au 

20 moins egale ^ 7D**C. 

5. Enrobage -selon I'une des revendications 1 a 3 
caracterise en ce que la resine epoxy est du type a 
polymerisation par rayonnement ultraviolet* 

25 

6. Enrobage selon I'une des revendications precedentes 
caracterise en ce qu' il est utilise pour le remplissage 
de I'interieur d'une coque de protection (34) d' un 
dispositif d' identification electronique (16') 

30 comportant un circuit electronique (20') a memoire 
porteur d' informations par exemple un code, et un 
emetteur-recepteur ^ , antenjie peripherique (22') adapte 
pour etre alimente par couplage inductif. 

35 7, Coque (34) de protection a enrobage interne de resine 
epoxy selon la revendication 6^ caracterisee en ce que 
la coque (34) en forme de disqufe plat comporte deux 



14 



2812126 



demi-coque3 (36^38) en matiere plastique emboitables 
destinees a recevoir le dispositif d' identification 
electronique (16'^) et I'enrobage (24' ) de resine epoxy. 

5 8* Coque (34) selon la revendication 7 caracteris^e en 
ce qu'elle comporte^ de fagon optionnelle, des saillies 
internes (4 0) anti^^crasem^nt en zone cent rale des demi- 
coques (36, 38 ) • 

10 9. Coque (34) selon I'une des revendications 7 et 8 
caracterisee en ce qu'elle est integree a demeure dans 
un jeton ou une plaque de casino, un dispositif analogue 
ou un objet utilise pour 1' identification electronique* 

15 10. Pastille C14) a enrobage de resine epoxy selon I'une 
des revendications 1 a 6 caracterisee en ce qu'elle 
int^gre le circuit eledtronique A memoire (20) porteur 
d' informations/ par" exemple un code, d'un dispositif 
d* identification electronique et un emetteur-r^cepteur a 

20 antenne peripherique (22) adapte pour §tre alimente par 
couplage induct if * . 

11. Pastille (14) selon la revendication 10 caracterisee 
en ce qu'elle presente la forme d'un disque plat ou 
25 d'une plaquette plate, de preference d'une epaisseur 
inferieure au millimetre. 

12* Pastille (14) selon I'une des revendications 10 et 
11 caifacterisee en ce qu'elle est integree a demeure 
30 dans un jeton (10) ou une plaque de casino, un 
dispositif analogue ou un objet utilise pour 
1' identification electronique* 

13, Jeton (10) ou plaque de jeu ou dispositif analogue 
35 integrant une pastille selon I'une des revendications 10 
a 12 et compcrtant un corps plat en matiere plastique 
avec une ame (12) de faible . epaisseur a faces 
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sensiblement paralleles et pourvue d^une ouverture 
traversante (13} recevant ladite pastille (14) integrant 
un dispositif d' identification 61ectronique (16) et deux 
feuilles' de couverture (17,18) en matiere plastique 
solidarisees directement S I'aine (12) du corps plat pour 
emprisonner ladite pastille (14) , 

14, Proc^de de fabrication d'une pastille (14) a 
enrobage (24) de resine epoxy selon/ I'une des 
revendications 10 a 12, caracterise en qu^il comporte 
les operations suivantes: 

^ fabrication d'un moule (26) a cavite (28) a fond plat, 
circulaire ou non, correspondant sensiblement au volume 
de la pastille, le moule etant realise en matiere non 
adherente a la resine epoxy utilisee pour 1' enrobage ; 

- raise en place dans ladite cavite (28) du dispositif 
d' identification electronique (16) ; 

" depose de la r6sine 6poxy d' enrobage pour remplir 
ladite cavite (28) par auto-etalement et enrober le 
dispositif d' identification electronique (16) ; 

- polymerisation thermique ou par flashage UV de 
1^ enrobage (24) de resine; 

- d^moulage. 

15. Precede selon la revendicat ion 14 caracterise en ce 
1' operation de polymerisation est realisee par chauffage 
autour de 80*^0* 

16. Prpc6d§ selon I'une- des revendications 14 et 15 
caracterise en ce 1' operation de depose de la resine 
d' enrobage est suivie, en prealable a la polymerisation^ 
par une operation de prechauffage au four autour de 50 '"C 
du moule (26) rempli de la resine d' enrobage • 

17. Precede selon I'une des revendications 14 et 15 
caracterise en ce 1' operation de depose de la resine 
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d'enrobage est preced^e par un prechauffage de ladite 
resine autour de SO^C. 

18. Precede selon I'une des revendicat ions 14 a 17 
5 caracterise en ce 1' operation de polymerisation est 
precedee par la raise en place sur le moule (26) d'une 
feuille de couverture (33) de la resine d'enrobage apres 
depose et etalement dans la caviti (28), la feuille de 
couverture etant realisee en mati^re non adh^rente ^ 
10 ladite resine. 



I 
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